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Abstract (en)

The invention relates to a method of manufacturing a planar antenna, operating at a frequency of a few GHz, comprising at least one circuit layer,
in which, for each circuit layer, a selective metallisation is produced on a support (10) of organic material, having a low dielectric constant, less than
2.5, and low losses, less than 10<-3> by deposition of a layer (11) of conducting material over all or part of at least one surface of the said support,
thus making it possible to define the conducting parts of this circuit, possibly after deposition of an intermediate layer (12) intended to improve the
surface state of the said support. The invention relates particularly to a planar antenna operating at such a frequency. Application particularly to the

field of telecommunications with mobile units. <IMAGE>

Abstract (fr)
L'invention concerne un procédé de réalisation d'une antenne plane, fonctionnant a une fréquence de quelques GHz, comprenant au moins une
couche de circuit, dans lequel pour chaque couche de circuit, on réalise une métallisation sélective d'un support (10) en matériau organique,
présentant une faible constante diélectrique, inférieure a 2,5, et de faibles pertes, inférieures a 10<->3, par dépdt d'une couche (11) de matériau

conducteur sur tout ou partie d'au moins une surface dudit support, permettant ainsi de définir les parties conductrices de ce circuit, aprés le dépot

éventuel d'une couche intermédiaire (12) destinée a améliorer I'état de surface dudit support. L'invention concerne également une antenne plane
fonctionnant a une telle fréquence. Application notamment au domaine des télécommunications avec des mobiles. <IMAGE>
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